所谓封装，通俗地讲就是指芯片的外壳，它不仅起着安放，固定，密封，保护芯片和增强电热性能的作用，而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁。

CPU的封装技术从DIP，PLCC到PGA再到MCM，芯片面积与封装面积之比越来越接近1，适用频率越来越高，耐温性能越来越好，引脚数也在不断增多，质量减小，可靠性提高，使用更加方便等等。

一，DIP封装：

DIP（dual in-line package），DIP封装结构具有以下特点：

1， 适合电路板的穿孔安装；

2， 比更早的TO型封装易于布线；

3， 安装方便；

衡量一种封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比，这个比值越接近1越好。

Intel的4004CPU采用PDIP封装。

二，芯片载体封装：

芯片载体封装分几类：陶瓷无引线芯片载体LCCC（Leadless Ceramic Chip Carrier）,塑料有引线芯片载体PLCC（Plastic Leaded Chip Carrier）,小尺寸封装SOP（Small Outline Package）,塑料四边引出扁平封装PQFP（Plastic Quard Flat Package）.

芯片载体封装特点：1，适合用SMT表面安装技术在电路板上布线；2，封装外形尺寸小，寄生参数减小，适合高频应用；3，安装方便；4，可靠性高。

Intel的80286CPU采用塑料有引线芯片载体PLCC封装形式。

三，BGA封装：

球栅阵列封装，简称BGA（ball grid arrary package）,其引脚以圆形或柱状焊点按阵列形式分布在封装下面，引线间距大，引线长度短。其优点是：可增加引脚数和间距，降低成本，提高可靠性。BGA一出现便成为CPU，南北桥等高密度，高性能，多功能及高引脚芯片封装的最佳选择。

其特点有：1，引脚数虽然增多，但引脚间距远大于QFP，从而提高了组装成品率；2，虽然它的功耗增加，但BGA能用可控塌陷芯片法焊接，简称C4焊接，从而改善它的散热性能；

4， 厚度比QFP减少1/2以上，重量减轻3/4以上；4，寄生参数减小，信号传输延迟小，使用频率大大提高；5，组装可用共面焊接，可靠性高；6，BGA封装仍与QFP，PGA一样，占用基板面积过大。从CPU386开始，Intel公司就开始采用陶瓷针栅阵列封装CPGA和陶瓷球栅阵列封装CBGA，与传统BGA封装技术稍有不同，他用阵脚代替了焊球，并在外壳上安装排风扇散热。

四，面向未来的CPU封装技术：

BGA封装比QFP先进，但它的芯片面积/封装面积的比值仍很低，这时有人设想，当单芯片一时还达不到多芯片的集成度时，能否将多个集成电路芯片在高密度多层互联基板上用表面安装技术（SMT）组装成为多种多样的电子组件，子系统或系统。由这种想法产生出多芯片组件MCM（Multi Chip Model）,它将对计算机，自动化，通讯业等领域产生重大影响。MCM的特点有：1，封装延迟时间缩小，易于实现组件高速化；2，缩小整机/组件封装尺寸和重量，一般体积减小1/4，重量减轻1/3；3，可靠性大大提高。

随着芯片封装技术的不断进步，人们在MCM的基础上又产生另一种想法：把多种芯片的电路集成在一片上，从而导致了封装技术由单个小芯片级转向硅圆片级（wafer level）封装的变革，由此引出系统级芯片SOC（system on chip）和电脑级芯片PCOC（PC ON CHIP）。

